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             /  件

            
                排列順序

                
                    請選擇
標準
販賣開始日_新→舊
機器寬度_小→大
設置所需面積_小→大


                

            

            
                加工機種

                全部
                切割機
                雷射切割機
                研磨機
                抛光機
                多功能晶片框架黏貼機
                晶粒擴片機
                鉋平機
                其他
            

            
                最大加工物尺寸

                Φ150
                Φ200
                Φ300
                其他
            

            
                機種

                全自動
                自動
            
    
            
                適用製成

                
                    請選擇
DBG
SDBG
Package Singulation
Laser Lift-off
SDTT
Planarization
Wafer Thinning
Stress Releaf
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                    請選擇
開槽切割
開槽切割
Edge trim / Circle cut
形狀辨識機能
ABC (Automatic Blade Changer)
NCG (Non Contact Gauge)
乾拋
CMP
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